GUIA DOCENTE CURSO: 2008/09

14143 - DISENO AVANZADO DE PCBS Y

MCMS
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA

ASIGNATURA: 14143 - DI SENO AVANZADO DE PCBS Y MCVB
CENTRO: Escuel a de Ingenieria de Tel ecomuni caci 6n y El ectronica

TITULACION: | ngeniero en El ectronica
DEPARTAMENTO: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA
AREA: Tecnol ogi a El ectrénica

PLAN: 10 - Afo 200ESPECIALIDAD:
CURSO: Cuarto curso IMPARTIDA: Segundo senestre TIPO: Optativa
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Informacion ECTS

Créditos ECTS: 3,6 Horas de trabgjo del alumno: 90
Horas presenciales:

- Horas tedricas (HT): 14,0

- Horas précticas (HP): 5,0

- Horas de clases tutorizadas (HCT): 17,0

- Horas de evaluacion: 0,0

- otras: 0,0
Horas no presenciales:

- trabajos tutorizados (HTT): 10,0

- actividad independiente (HAI): 44,0
Idioma en gque se imparte: Espariol

Descriptores B.O.E.

Herramientas software de disefio de PCBs avanzados y circuitos hibridos. Placement y Routing.
Técnicas de apantallamiento. Integracion electromecanica de equipos. Andlisis térmico. Disefio
mecanico. Técnicas, procesos y equipos de fabricacién de prototipos y produccion en serie.
Encapsulados EMC y EMI.

Temario

1. Procesos tecnol 6gicos de fabricacion (8h)
* Etapas del proceso de fabricacion.
* Tarjetas de taladros no metalizados.
* Tarjetas multicapa.

2. Técnicas de Disefio de PCBs (4h)
* Captura de esquematicos.
* Generacion de netlist.
* Disefio del PCB.
* Disefio para ensamblgje.
* Inspeccion final de latarjeta.
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3. Elementos de integridad de la sefial en PCBs  (4h)
* Introduccion.
* Elementos de integridad de |a sefial.
* Interferencia Electromagnética (EMI).
* Reflexiéon y Lineas de Transmision.
* Crosstalk.
* Alimentaciones y desacoplo.

4. Introduccion alos MCM (2h)
* Definiciony clasificacion.
* Tecnologias de fabricacion.

5. Fundamentos del Disefio Electronico (4h)
* Andlisis de propagacion de la sefial.
* Alimentacion y masa.

6. Disefio Térmico.
* Fundamentos de transferencia de calor (2h)
* Sistemas de refrigeracion.

7. Andlisisde Viabilidad (2h)
* Métricasy particion.
* Distribucion de potenciay calor.
* Andlisis de costes.

8. Flujo de Disefio (2h)
* Metodologia.
* Especificacion, capturay simulacion.
* Andlisisy verificacion final.
* Ficheros parafoundry.

9. Test del MCM (2h)
* Known Good Die (KGD).
* Test del sistema.
* Reparabilidad.

Requisitos Previos

Al tratarse una asignatura de Segundo Ciclo los alumnos han tenido que cursar las asignaturas del
primer ciclo, con los siguientes contenidos. electrénica basica, circuitos analégicos, circuitos
digitales, sistemas digitales (microprocesadores) y disefio de sistemas electrénicos basados en
microprocesador.

Es conveniente disponer de experiencia en el manegjo de herramientas de disefio €l ectronico parala
realizacion de las practicas de curso.

Objetivos

Esta asignatura tiene por objeto formar al alumno en las técnicas modernas de disefio y fabricacion
de circuitos impreso, hibridos y MCMs, asi como otros aspectos relacionados con la simulacion,
andlisis y verificacion de integridad de |as sefiales antes de proceder a la fabricacion industrial de

las tarjetas y sistemas disefiados. La formacion tedrica se complementara con la realizacion de
disefios précticos de circuitos.
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1. Objetivos Conceptuales:
1.1. Conocer los diferentes procesos tecnol 6gicos parala fabricacion de un PCB.
1.2. Dominar el proceso de disefio de un PCB.
1.3. Distinguir entre elementos de disefio esquemético y del disefio fisico.
1.4. Andlizar los elementos de integridad de la sefidl.
1.5. Conocer € flujo de disefio de un MCM.
1.6. Analizar laviabilidad de laimplementacién de un disefio en una plataforma fisica.

ODbjetivos Procedimentales:

2.1. Mangjar diferentes entornos de disefio.

2.2. Congtruir librerias de elementos para disefio esquemaético y fisico.

2.3. Aplicar elementos de disefio esquemético para la captura de disefios el ectrénicos.

2.4. Planificar la distribucion de elementos fisicos sobre un PCB y/o MCM.

2.5. Realizar un disefio electronico completo desde las especificaciones hasta la confeccion de
lalista de materiales.

3. Objetivos Actitudinales:

3.1. Evaluar, de forma critica, las diferentes opciones de implementacién de un circuito
electronico.

3.2. Comunicar, de forma clara 'y con capacidad de sintesis, los resultados obtenidos en el
desarrollo de cada una de las précticas.

Metodologia

* Clases de Teoria
- Actividad del profesor: Clases expositivas combinadas con el andlisis de gjemplos.
- Actividad del estudiante:
* Actividad presencial: Tomar apuntes, participar en clase con & planteamiento de dudas.
* Actividad no presencial: Preparar apuntesy estudiar la materia.

* Précticas de Laboratorio:
- Actividad del profesor: Explicar los objetivos de la préactica recogidos en € enunciado de la
misma.
- Actividad del estudiante:
* Actividad presencial: Utilizar los recursos del |aboratorio para implementar las soluciones a
caso practico planteado.
* Actividad no presencia: Analizar diferentes vias de solucién del caso préactico planteado para
su implementacion durante su presenciaen €l laboratorio.

* Tutorias:

- Actividad del profesor: Responder a las dudas surgidas a estudiante durante e estudio de la
materiay orientar sobre la solucion alos casos practicos.

- Actividad del estudiante: Plantear las dudas sobre |os conceptos estudiados.

Criterios de Evaluacion
Actividades que liberan materia:
- Examen escrito sobre los contenidos teoricos (EX).
- Redlizacion delas 3 précticas (PR).

Actividades que no liberan materiay puntuan sobre lanotafinal:
- Trabajo sobre tema complementario al temario (TR).
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Otras consideraciones:

- Cada una de las actividades indicadas se puntua de 0 a 10.

- Para poder superar la asignatura es necesario superar por separado cada una de estas
actividades (puntuacion minima = 5).

- Caso de suspender las précticas (o0 de no entregar a menos 2 de ellas), deberd acudir al examen
de convocatoria para poder aprobar la parte practica de la asignatura. Este examen consistirden la
presentacion y defensa de las tres précticas correctamente realizadas asi como en demostrar el
conocimiento de las herramientas usadas en su realizacion.

- Lanotafina (NF) de la asignatura se calcula mediante la media ponderada de la calificacion
obtenida en estas actividades y de acuerdo ala siguiente formula:

NF=02-EX +02- TR+ 06-PR
siempre con lacondicién de que EX, TRy PR sean >=5.

- Caso de no superar alguna de las partes (al menos una de €ellas <5), la nota global de la
asignatura sera un maximo de 'Suspenso 4.
- El peso relativo de cada una de las 3 préacticas sera de 10%, 30% y 60%, respectivamente.
- Al finalizar cada practica se entregara una memoria que contenga los datos solicitados en €l
enunciado.
- El trabajo a presentar se realizara sobre un tema que el alumno elegira de entre los temas
propuestos por €l profesor.

Descripcion de las Practicas

Las précticas seran realizadas en € Laboratorio de VLSl y Test de la Planta 22 del Pabellén A
(Edificio de Electronicay Telecomunicacion).

Programa de Préacticas:

1. Introduccién al uso de las herramientas (2h).

2. Desarrallo de librerias de componentes (3h).

3. Implementacion en PCB de un disefio esquematico (4h).
3. Disefio completo para fabricacion en PCB (6h).
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Organizacion Docente de la Asighatura

Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos

Temal 2 3 5 1 6 11,21

Tema?2 2 1 3 1 5 12,1322,23,24,31,32

Tema3 2 3 2 6 14,23,24,31

Tema4,5y 6 4 1 4 3 14 15,16,23,24,31,32

Tema7,8y9 4 2 3 11 14,15,16,25,31,3.2
Equipo Docente

JORGE MONAGASMARTIN (COORDINADOR)

Categoria: PROFESOR COLABORADOR
Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTQVATI CA

Teléfono: 928457321 Correo Electrénico: | or ge. nbnagas @l pgc. es
WEB Personal: http://ww. di ea. ul pgc. es/ users/jnonagas/i ndex. htm

Resumen en Inglés

This course main goal is to provide the student with useful skills on modern techniques of printed
circuits design and manufacturing. Also, other subjects related to the simulation, analysis and
signal integrity verification are to be learned.
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